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Производство электрокерамики по спековому способу обеспечивает 

более стабильные свойства керамических изделий по сравнению 
с бесспековым способом [1-2]. Технология изделий из массы С-4 
не включает стадию предварительного обжига шихты, что препятствует 
получению более качественных изделий на предприятиях, занимающихся 
выпуском технической радиокерамики. 

Полученные по бесспековому способу образцы характеризуются 
усадкой 8,26 – 8,93 %, в то время как усадка образцов, полученных 
по спековому способу, составляет более 10,71 %, что значительно 
превышает требуемое значение 8,68 %. 

Компенсация усадки в случае бесспекового способа происходит за 
счет микронеоднородностей (субмикропористости) образовавшихся 
кристаллов метасиликата магния, вследствие чего плотность 
керамического изделия снижается [3]. 

Переход к спековому способу производства изделий из массы С-4 
затруднен по причине повышенной усадки образцов при их спекании. 
Удовлетворительные значения усадки могут быть достигнуты для 
изделий на основе стеклообразующих композиций с небольшим 
содержанием талька в шихте при прессовании гранулированных пресс-
порошков под достаточно высоким давлением (3500 кгс/см2 и более). 
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